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Abstract (en)
The invention relates to a thermoelectric ink jet print head in a layered construction, in which the dispersion direction of the thermoelectrically
produced steam bubble is counter to the ink ejection direction. To improve the degree of efficiency and to reduce the mutual influencing of adjacent
ink ducts, it is proposed to provide the side of the chip (11) facing the ink supply container (12) with a terminating plate (1). The terminating plate (1)
has apertures (2), whose cross-sectional areas are varied depending on the design, at the intersections of the ink ducts (16) with the supply ducts
(15). In a first design, glass or ceramic material bonded electrochemically onto the chip is provided for the terminating plate (1). In a second design,
the terminating plate (1) consists of a plastic film which is laminated onto the chip (11) or is adhesive on both sides. In a third design, the terminating
plate (1) consists of a metal foil which is bonded electrochemically onto the chip (11). <IMAGE>

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft einen elektrothermischen Tintendruckkopf in Schichtbauweise, bei dem die Ausbreitungsrichtung der elektrothermisch
erzeugten Dampfblase der TintenausstoBrichtung entgegengesetzt ist. Zur Verbesserung des Wirkungsgrades und zur Verminderung der
gegenseitigen BeeinfluBung benachbarter Tintenkanale wird vorgeschlagen, die dem Tintenvorratsbehalter (12) zugewandte Seite des Chips
(11) mit einer AbschluBplatte (1) zu versehen. Die AbschluBplatte (1) weist an den Uberschneidungspunkten der Tintenkanale (16) mit den
Versorgungskanalen (15) Offnungen (2) auf, deren Querschnittsflachen variantenabhangig variert sind. Fir die AbschluBplatte (1) ist in einer ersten
Variante Glas oder Keramik vorgesehen, die anodisch auf den Chip gebondet ist. In einer zweiten Variante besteht die AbschluBplatte (1). aus einer
Kunststoffolie, die auf den Chip (11) auflaminiert ist bzw. beidseitig klebend ist. In einer dritten Variante besteht die AbschluBplatte (1) aus einer
Metallfolie, die anodisch auf den Chip (11) gebondet ist. <IMAGE>
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